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C23F 機械方法によらない表面からの金属
質材料の除去（電食による金属加工Ｂ２３
Ｈ；火炎の適用によるデサーフェシングＢ２３

Ｋ７／００；レーザービームによる金属加工Ｂ

２３Ｋ２６／００）；金属質材料の防食；
鉱皮の抑制一般（電気分解もしくは電気泳
動による金属表面の処理または金属への被覆

Ｃ２５Ｄ，Ｃ２５Ｆ）；少なくとも一工程
はクラスＣ２３に分類され，少なくと
も一工程はサブクラスＣ２１Ｄもし
くはＣ２２ＦまたはクラスＣ２５に
包含される金属質材料の表面処理の
多段階工程［４］ 

注 

（１）このサブクラスは金属質または非金属質の表面であるか

表面上であるかを問わず，下の注（２）を条件とする防食また

は鉱皮の抑制一般を包含する。 

（２）このサブクラスは以下のものを包含しない： 

―保護層もしくは被覆組成物またはそれらの適用方法；これら

は適切な箇所に分類される，例．Ｂ０５，Ｂ４４，Ｃ０９Ｄ，

Ｃ１０Ｍ，Ｃ２３Ｃ； 

―鉱皮の抑制のための機械，装置または特定物品の構造上の特

徴；これらは適切な箇所に分類される，例．管または管取り付

け具Ｆ１６Ｌ５８／００； 

―腐食あるいは鉱皮に対する耐性の面から選ばれた材料から

できていることを特徴とする物品；これらは適切な箇所に分類

される，例．タービン翼Ｆ０１Ｄ５／２８ 

サブクラス内の索引 

エッチング,つや出し,それらの組成物 .......... 1/00,3/00 

金属質材料の他の除去 ............................. 4/00 

防食または鉱皮の抑制 ...................... 11/00-15/00 

多段階の表面処理 ................................ 17/00 

1/00 化学的手段による金属質材料のエッチング

［２］ 

1/02 ・部分的エッチング 

1/04 ・・ケミカルミーリング 

1/06 ・やすりの目立て 

1/08 ・装置，例．写真製版 

1/10 ・エッチング組成物（Ｃ２３Ｆ１／４４が

優先）［４］ 

1/12 ・・ガス状組成物［４］ 

1/14 ・・水溶液組成物［４］ 

1/16 ・・・酸性組成物（Ｃ２３Ｆ１／４２が優

先）［４］ 

1/18 ・・・・銅または銅合金をエッチングする

ためのもの［４］ 

1/20 ・・・・アルミニウムまたはアルミニウム

合金をエッチングするためのもの［４］ 

1/22 ・・・・マグネシウムまたはマグネシウム

合金をエッチングするためのもの［４］ 

1/24 ・・・・シリコンまたはゲルマニウムをエ

ッチングするためのもの［４］ 

1/26 ・・・・耐火金属をエッチングするための

もの［４］ 

1/28 ・・・・鉄族金属をエッチングするための

もの［４］ 

1/30 ・・・・その他の金属質材料をエッチング

するためのもの［４］ 

1/32 ・・・アルカリ性組成物（Ｃ２３Ｆ１／４

２が優先）［４］ 

1/34 ・・・・銅または銅合金をエッチングする

ためのもの［４］ 

1/36 ・・・・アルミニウムまたはアルミニウム

合金をエッチングするためのもの［４］ 

1/38 ・・・・耐火金属をエッチングするための

もの［４］ 

1/40 ・・・・その他の金属質材料をエッチング

するためのもの［４］ 

1/42 ・・・水に混和しない液体を分散して含む

もの［４］ 

1/44 ・異った組成の金属質材料の基板から金属

質材料をエッチングするための組成物

［４］ 

1/46 ・エッチング組成物の再生［４］ 

3/00 化学的手段による金属のつや出し［２］ 

3/02 ・軽金属 

3/03 ・・酸性溶液を用いるもの［４］ 

3/04 ・重金属 

3/06 ・・酸性溶液を用いるもの［４］ 

4/00 グループＣ２３Ｆ１／００またはＣ２３Ｆ

３／００に分類されない，表面から金属質

材料を除去するための方法［４］ 

4/02 ・蒸発によるもの［４］ 

4/04 ・物理的分解によるもの［４］ 

11/00 腐食のおそれがある表面への抑制剤の適用

または腐食媒体への抑制剤の添加による金

属質材料の防食 

11/02 ・蒸気状の抑制剤の空気またはガスへの添

加 

11/04 ・明白な酸性液体への添加 

11/06 ・明白なアルカリ性液体への添加 

11/08 ・他の液体への添加 

11/10 ・・有機質抑制剤を用いるもの 

注 

グループＣ２３Ｆ１１／１２～Ｃ２３Ｆ１１／１７３におい

ては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階

層レベルにおいて相反する指示がない限り，化合物は最後の適

切な箇所に分類する。 

11/12 ・・・酸素含有化合物 

11/14 ・・・窒素含有化合物 

11/16 ・・・硫黄含有化合物 

11/167 ・・・りん含有化合物［４］ 

11/173 ・・・高分子化合物［４］ 

11/18 ・・無機質抑制剤を用いるもの 

13/00 陽極または陰極保護による金属の防食 
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13/02 ・陰極保護によるもの；陰極保護のための

条件，変数または手順の選択，例．電気

的条件［５］ 

13/04 ・・希望の変数を制御または調整するもの

［５］ 

13/06 ・・陰極保護装置の構造的部分，または組

み立て［５］ 

13/08 ・・・陰極保護による腐食の抑制に特に適

した電極；その製造；その電極への電流

の通電［５］ 

13/10 ・・・・構造に特徴のある電極（Ｃ２３Ｆ

１３／１６が優先）［５］ 

13/12 ・・・・素材に特徴のある電極（Ｃ２３Ｆ

１３／１６が優先）［５］ 

13/14 ・・・・・犠牲陽極の素材［５］ 

13/16 ・・・・構造と素材の組み合せに特徴のあ

る電極［５］ 

13/18 ・・・・電極を支持する手段［５］ 

13/20 ・・・・電極への電流の通電［５］ 

13/22 ・・・・そのための監視装置［５］ 

14/00 物理的または化学的目的のための液体加熱

装置の鉱皮の抑制（スケール防止剤または

除去剤の水への添加Ｃ０２Ｆ５／００）

［２］ 

14/02 ・化学的手段によるもの 

15/00 他の方法による金属の防食または鉱皮の抑

制 

17/00 少なくとも１工程はクラスＣ２３に分類さ

れ，少なくとも１工程はサブクラスＣ２１

ＤもしくはＣ２２ＦまたはクラスＣ２５に

包含される金属質材料の表面処理の多段階

工程（メイングループＣ２３Ｃ２／００か

らＣ２３Ｃ２６／００の単一のメイングル

ープに分類されない方法によるかまたはサ

ブクラスＣ２３ＣおよびＣ２５Ｄに分類さ

れる方法の組合わせによる少なくとも２以

上の重ね合わせ被覆層を得るための被覆Ｃ

２３Ｃ２８／００）［２００６．０１］ 

 


